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(*1) xEV 

電気自動車（BEV）、ハイブリッド電気自動車（HEV）、プラグイン・ハイブリッド自動車（PHEV/PEV）、

水素燃料電池自動車（FCEV/FCV）の総称。 

(*2) 窒化ホウ素 

機能性セラミックスの１つで燐片状の結晶構造を有する白色粉末。        

熱伝導性、電気絶縁性などの様々な特長を有し、絶縁放熱材フィラー      

をはじめ半導体製造装置の各種部品や高温炉の絶縁部材等に使用される。 

(*3)パワーモジュール 

電源（電力）の制御・供給を行うパワー半導体を含む IC を組み合わせ電源関係の回路を集積した部品。

エアコンなどの家電製品をはじめ通信基地局や自動車のモーター駆動インバーターへ使用される。 
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